ATOLYE: ELEKTRONIK Konu: Flip-Flop devresinin galismasini 6grenir iS YAPRAGI NO: 8

DENEYiN AMACI

Flip-Flop devresinin gorsel uygulamasini 6grenir.

TEORIK BiLGILER

Flip-Flop devreleri degisik amaglarla kullanilan devrelerdir. Birgok elektronik elemanin temlini
olusturur. Genellikle ¢ift ¢ikisli olarak kullanilirlar. Transistorin birinin iletime gegmesi
durumunda digerinin kesime gitmesi mantigina goére calisir. Bdylece ¢ikiglardan birisi aktif

iken digeri aktif degildir.

Biz bu devremizde ¢ikislarin aktif veya pasif olma durumunu ledler yardimiyla gérsel hale
getirilmis halini uygulayacagiz. Bdylece hangi ¢ikisin aktif hangi ¢ikisin pasif oldugunu
gozlemleme imkani bulacagiz. Cikis aktif iken led yanmaz, pasif iken ise yanar. Bu durum
kondansator kapasitelerine gore belli hizda sirali bir sekilde devam eder. Yani kondansator
sarj olurken bagh oldugu transistor iletimde, kondansator desarj olurken baglh oldugu

transistor Un beyzine ters sinyal gelecegi icin transistor kesimdedir.
Ayrica bu tur devreler hobi amagli da kullanilan devrelerdir.

Kullanilan Malzemeler:
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islem Basamaklar::

1. Gerekli malzemeleri temin ediniz.

2. Bread Board Uzerinde devre baglanti sekline gore devreyi kurunuz.

3. Devreyi kurarken Bread Board baglanti yollarina ve eleman 6zelliklerine dikkat ediniz.
4. Devreyi kurduktan sonra 6gretmen gozetiminde devreye enerji veriniz.

5. Ledlerin sirasiyla yanip sondugunu gozlemleyiniz.

Not:

1. Degisik kapasiteli kondansatorler kullanarak, ledlerin yanip sdnme suresini gdzlemleyiniz.

Patern Cikarmak (11)
Baski Devre: Elektronik devre elemanlarinin tzerine yerlestirildigi ve bu elemanlar arasindaki
elektriksel baglantinin bakirli yizde olusturulan yollarla saglandigi plakalara baski devre

plaketi veya kisaca baski devre adi verilir.
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TR1-TR2 TRANSISTOR BC 237 N I mm
C1-C2 KONDANSTOR A7uF-25V [ e mm
D1-D2 LED DiYOT KIRMIZI-SARI | ks mm
R1-R4 DIRENC 4700 8 | s mm
R2-R3 DIRENC 10k0) » S mm

islem Basamaklar::

1. Baski Devresindeki Elamanlarin Olgiilerine Gére Plaket Boyutunun Belirlenmesi:

Baski devresinin hazirlanmasi igin devrede bulunan elektronik elemanlarin plaket Gzerine
yerlesim sekli distnuldikten sonra gerekli sadelik saglanarak, sema dizenlenir. Kullanilan
devrenin elemanlarinin gergek boyutlari dlgulerek yukaridaki tabloya kaydedilir.

2. Yerlestirme Sekli ve Montaj Olgllerinin Ayarlanmasi:




Elektronik devre elemanlari plaket Uzerine dik ve yatay olarak monte edilir. Baski devre
plaketi Uzerine elemanlarin paralel veya dik montajina karar verilmelidir. Eger u¢ bacakh
elemanlarin arasindaki mesafe yeterli ise bacaklarin govdeye bagli oldugu odlgtide plakete

takilmasi onerilir.

3. Devre elemanlarinin montaj seklinin belirlenmesi:

Devre elemanlarinin montaj sekli belirlenirken asagidaki durumlara dikkat edilmelidir.

* Diyot, direng gibi devre elemanlari yatay; U¢ ya da daha fazla bacagi olan transistor, tristor,
triyak vb. elemanlar ise dikey olarak monte edilmelidir. (Plakete gore)

* Gerek iki bacakli, gerekse U¢ bacakli elemanlarin bacak araliklari plaket Gzerinde hep ayni
olmaldir.

» Calisma sirasinda isinacak elemanlarin diger devre elemanlarini etkilememesi igin
aralarinda uygun mesafe birakilmaldir.

* Yerlestirme sirasinda elemanlarin birbirine degmemesine ve plaket Uzerinde fazla yer
kaplamamasina dikkat edilmelidir. Ayrica bu hususlarin yaninda gorunuge ve estetige de
dikkat edilmelidir.

4. Baski devre plaketinin hazirlanmasi:

Uygulanacak devrenin buyukligine gore baski devre plaketleri istenilen olgtlerde olmayabilir.
Bunun i¢in bu plaketleri kesmek gerekir. Saglikli bir kesme iglemi igin su metotlar kullanilir.
Giyotin makasla kesme, maket bigagi ile kesme, testere ile kesme.

5. Patern ¢ikarmak:

Devre semasinin, baski devre plaketine aktarilacak duruma gelmis haline patern denir. Plaket

uzerinde akim yollarinin ¢gizilmesi iki yontemle yapilir.

a. Ada yontemi: Eleman sayisi az, daha ziyade amatérce hazirlanan hobby devrelerinde
kullanilir. (Sol sekil)

b. Baglanti yollari yontemi: Eleman sayisinin fazla oldugu, profesyonelce hazirlanan
plaketlerde kullanilir. (Sag sekil)

Baski devre plaketi Uzerine aktarilacak paternin ¢ikariimasi igcin milimetrik kagit veya kopuk
kullantlir.

* Devre eleman boyutlari gdz 6nlne alinarak, elemanlar milimetrik kagit Gzerine yerlestirilir.
Kopuk kullanilacaksa milimetrik kagit kopuk Uzerine yapistirilir ve yerlesim planina gore
eleman ayaklari kopuge batirilarak yerlestirilir. (Bu yuz plaketin elemanli yuzu kabul edilir,

yani elemanlar bu yuze yerlegtirilir.)




» Eleman bacaklarinin gelecegi delik yerleri tespit edilir ve bu delikler arasina semboller gizilir.

Daha sonra devreye uygun olarak hatlar gizilip koyulastirilir.

* Milimetrik k&gt ters cevrilerek, eleman bacaklarinin gelecegi yerler ve hatlar isaretlenip

cizilir. (Bu yuz plaketin bakirli yizu kabul edilir.) Hazirlanan Patern uygun bir metotla bakirl

yuzeye aktarilir. (Hat kalinliklari 1,5-2 mm, baglanti noktalari 3-5 mm olmalidir.)
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